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최근의 스마트폰, PMP 등의 전자기기 Trend는 다기능화, 고집적화 및 소형화라 할 수 있다. 다

양한 기능들을 하나의 기기에서 수행하기 위해 고집적화를 꾀하며 상대적으로 소형의 기기

를 만들어야 하는 것이 그것이다. 일반적으로, 수십 마이크로미터 Pitch 수준의 FC-CSP PCB 

와 반도체IC칩의 연결을 목적으로 패키징하기 위해서는 flipchip 패키징 기술을 이용하며 이때 

PCB와 반도체 칩 사이의 Encapsulation을 목적으로 Underfill 용액이 주입된다. 주입된 

Underifill 용액은 100% encapsulation 을 목적으로 적절한 흐름성을 띄어야 하며 흐름성을 제어

하지 못할 시 주입된 Underfill 용액의 PCB기판의 Pad 부 및 반도체칩의 불량을 야기한다.  

따라서, 본 연구에서는 상기에서 언급한 내용의 주요 불량 요인을 Zero화하기 위하여 산업용 잉

크젯 기술을 이용하여 Underfill 용액이 주입되는 위치 주변에 일련의 잉크젯 패터닝을 하여 

Underfill 용액의 넘침 방지 댐을 만들었으며 이는 Anti-bleeding inkjet dam 이라 부를 수 있다. 

이를 위해 Dam형성 전용 잉크젯 기술용 잉크를 만들었으며 형성된 잉크젯 댐은 평균 

80~100um 수준의 선 폭 및 20~25um 수준의 높이 그리고 1H~2H 수준의 경도를 가진다. 이를 

통해 PCB 및 반도체 칩을 이용한 반도체 패키징 제작 시 기존의 불량을 Zero-defect화 할 수 있

었다.   


